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Geregelte Erwarmung fur die Semi-Solid Formgebung

Stand der Technik/Markt

Bei den relativ jungen Umformungsprozessen aus
dem Bereich der Semi-Solid Formgebung, wird die
Umformung durchgefuhrt wahrend sich das Material
in einem teilflissigen (thixotropen) Zustand befindet.
Obwohl die technologischen Vorteile der hieraus
gewonnenen Erzeugnisse nicht angezweifelt werden,
blieb der Durchbruch bei der Industrie bislang aus.
Dies ist im Besonderen auf die ungeniigende
Prozesssicherheit bei der Wiedererwarmung der
Rohteile vor der Umformung zurtickzufiihren. Zum
Zeitpunkt der Umformung muss sich im gesamten
Rohteil ein gleichmaRiges (homogenes)
Werkstoffgefiige mit  feinkdrnigem,  globularem
Festphasenskelett in einem definierten Anteil
schmelzfliissiger Matrix ausbilden.

Innovation

Mit Hilfe des erfindungsgeméalen Verfahrens wird es
moglich, den aktuellen Gefligezustand wahrend der
induktiven Erwéarmung von Rohteilen zu ermitteln, um
somit eine optimale Prozessregelung zu erméglichen.
Der Anteil von festen und flissigen Bestandteilen im
Werkstuck wird mit Hilfe von charakteristischen
Eigenschaftsveranderungen des Materials (spezi-
fischer ohmscher Widerstand und/oder Permeabilitat,
materialabhangig) abgeleitet.

lhre Vorteile auf einen Blick:

¢ Bestimmung des Gefligezustandes wahrend des
Erwarmungsvorganges

» Materialschwankungen innerhalb einer Charge
weniger kritisch

e Erh6hung der Produktqualitét

« Verringerung von Ausschuss

« Wegfall der Notwendigkeit zur 100%-Prufung

¢ Prozesssicherheit

¢ Betrachtliche Kostensenkung
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Patent-Situation

Patent in Deutschland erteilt, DE 10 2005 054316 B3.
Die Européische Patentanmeldung EP 1877766 A2
ist anhangig.

Technologietransfer

Die Technologie-Lizenz-Buro GmbH ist mit der
Verwertung der Erfindung beauftragt und bietet
Unternehmen u.a. die Mdglichkeit der Lizenz-
nahme.

Fir weitere Informationen unter: ,Semi-Solid*
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